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如今，摄像头越来越多地用于我们周围的智能设备。 智能手机在单个移动设备上都配备

了两个、三个甚至四个摄像头系统，智能家居设备的激增也为我们生活中的智能门铃、

安全系统、家庭集线器，甚至处理分配器引入了更多的摄像头。消费者对驾驶安全的需

求不断增长，推动了对开发先进的车辆驾驶辅助系统 （ADAS） 的需求。

由于需要进一步缩小相机部件的尺寸并提高可靠性，因此相机模块制造商越来越需要更

严格的装配材料。 Hanlicon 的 UV 和双固化粘合剂产品组合旨在满足大多数应用的制造

商需求，包括 FPC 增强、图像传感器连接、红外滤光片粘接、镜头粘接、镜头筒安装、

VCM 组件的主动对齐。
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摄像镜头结构分解图
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摄像头模组封装形式与特点

COB封装应用于高像素(5M以上)图像传感器芯片

级封装，该技术把研磨后的芯片背面bonding在

PCB板固定位置上，然后使用金线键合，装上具

有IR玻璃片和支架级镜头，形成组装模组结构。

相比CSP，COB节约模组空间，颇受各大模组厂青

睐，但因为COB封装对生产环境和制程设备要求比

较高，良率表现欠佳，所以为了保证良率，国内一

部分厂商还是坚持使用CSP封装技术。

COB和CSP最大的区别在于COB是

裸片封装，CSP是盖了一层保护玻

璃再封装。
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CCM结构点胶位置图

透镜的粘接主要使用UV胶，为了避免胶水

在没有固化时流入不透光的缝隙，其使用

的胶水粘度和触变性都需要满足一定的要

求。

镜头与镜头基座调整焦距后，需要用UV胶

进行固定，防止焦距变动造成功能不良

镜头+镜座---固定2

透镜+镜头---粘接1

滤光片+镜座---固定3

滤光片与镜头基座固定，需要涂一条宽度

在0.2~0.3mm的胶固定。滤光片的粘接

会使用到的UV胶，低温热固或UV加热双

固化，采用的方式主要取决于最终的结构

设计。

FPC+PCB 柔性线路板 ---补强6

柔性线路板通过UV胶点胶来补强

IC传感器+PCB基板 ---固定5

感光芯片大，要求低翘曲，需要具备高可靠性、良好的储

存稳定性、粘接强度和电性能。通常使用低温热固胶水，

通过底部填充胶进行底部点胶填充增强芯片的可靠性.

镜座+PCB基板 ---固定4

镜座支架和镜座的粘接有两种情况，

对于定焦相机一般使用低温热固化

的胶粘剂，对于变焦相机一般使用U

V＋加热双固化的胶粘剂，适用于主

动对准制程，简称AA制程。

Lens to Barrel

Barrel to Holder

Holder to PCB

IC to PCB

IR to Holder

FPC to PCB
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推荐型号 颜色 粘度cps
硬度

shore D
剪切强度Mpa

PC / PC
UV固化

H5106 无色透明 5000 50 >12 1200mj/cm2
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推荐型号 颜色 粘度cps
拉伸强度

MPa
剪切强度Mpa

PC / PC
UV固化

H5224 米色透明 18 000 ~35 000 13 18 4200mj/cm2
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推荐型号 颜色 粘度cps
硬度

Shore D
Tg 加热固化

H2120 黑色 30,000~50,000 80 35℃ 10min /80℃



第10页

推荐型号 颜色
粘度cps
@5rpm

硬度 Tg UVH固化

H2051 淡白色 20,000 92 110℃
6000mj/cm2+
95℃*60min
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推荐型号 颜色 粘度cps 硬度 Tg 加热固化

H2122LV 黑色 8700 88D 45℃ 30min /80℃
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推荐型号 颜色 粘度cps
硬度

Shore A
拉伸强度 MPa UV固化

H5060F 蓝色透明 11000 70 5 6000mj/cm2
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推荐型号 颜色 粘度cps
拉伸强度

MPa
断裂伸长率 % 

硬度
Shore A

UV固化

H5221 无色透明 5000 7.5 700 73 2000mj/cm2
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推荐型号 颜色 粘度cps Tg
硬度

Shore D
加热固化

H2105 黑色 400 115℃ 75 30 min @110°C
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NO. 应用 材质 产品 型号 特点

摄像头模组（CCM）胶粘产品应用方案总览



创瑾科技（TRUMJIN®）位于湖南长沙，集研发、生产、销售于一体，立足电子胶粘剂领域，致力于更高性能的胶粘材料的研究与开

发。公司拥有一支由工程院士领衔的技术团队，孵化中科院及国内各大高校科研成果，为全球客户提供专业的产品和技术支持。创瑾科技秉

承“匠心、创新、智慧，至美”的品牌理念，矢志推动国产高端电子胶粘剂行业的成长和发展。产品涵盖粘接、密封、三防、灌封、导热、导

电六大应用领域，技术研究涉及环氧、丙烯酸、聚氨酯、硅胶四大方向，以电子制造行业的核心胶粘需求为出发点，通过应用市场的横向布

局、技术研究和成果转化的纵向探索相结合的模式，快速响应并及时满足市场需求。

Hunan Trumjin Technology Co.,Ltd

消费电子 5G通信 新能源汽车 航空航天 智慧医疗
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